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Abstract of DE1 9840934 

The invention relates to a system for evacuating material which is removed by a laser source during the 
machining of a surface to be machined (81). Said system consists of a cylindrical body which is positioned 
between the output of the laser source and the surface to be machined (81) and has two front ends, of 
which one faces the surface to be machined and the other the laser source. The cylindrical body has a 
through hole (207) which passes through both front ends and is designed for the laser beam, and the front 
end having the hole from which the laser beam exits is guided close to the surface to be machined (81). 
On one side of the system, near the front end from which the laser beam exits, at least one other lateral 
hole (21 3) is provided for which meets the through hole (207) and is connected to a vacuum pump. 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

@ Anordnung zum Entfernen von Material, das durch eine Laserstrahlungsquelle bei der Materiaibearbeitung 
von einer Bearbeitungsflache abgetrageh wird 

(57) Anordnung zum Entfernen von Material, das durch 
eine Laserstrahlungsquelle bei der Materiaibearbeitung 
von einer Bearbeitungsflache abgetragen wird. Die An- 
ordnung bestehtauseinem zylindrischen Korper, derzwi- 
schen dem Ausgang der Laserstrahlungsquelle und der 
Bearbeitungsflache angeordnet ist und der zwei Stirnsei- 
ten aufweist, von denen eine der Bearbeitungsflache und 
die andere der Laserstrahlungsquelle zugewandt ist In 
dem zylindrischen Korper ist eirie durch beide Stirnseiten 
durchtretende, durchgehende Offnung (207) fur die La- 
serstrhlung vorgesehen, wobei die Stirnseite, an der die 
Laserstrahlung austritt, nahe an die Bearbeitungsflache 
(81) herangefuhrt wird. Seitlich ist an der Anordnung, 
nahe der Stirnseite, an der die Laserstrahlung austritt, 
mindestens eine weitere seitlich angebrachte Offnung 
(213) vorhanden, die auf die durchgehende Offnung (207) 
trifft und die an eine Vakuumpumpe angeschlossen ist. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Anordnung zum Entfernen 
von Material, das durch eine Laserstrahlungsquelle bei der 
Mated albearbeitung von einer Bearbeitungsflache abgetra- 5 
gen wird. Mit Hilfe einer solchen Anordnung soUen die 
beim Bearbeitungsvorgang auf der Bearbeitungsflache ent- 
stehenden Materialpardkel und Gase aus dem Bereich der 
Laserstrahlung und von der Bearbeitungsflache ziigig ent- 
fernt und unschadlich gemacht werden. In der paraUellau- 10 
fenden, gleichzeitig mit der vorliegenden Anmeldung einge- 
reichten deutschen Patentanmeldung " Verfahren und Anord- 
nung zur Materialbearbeitung mittels Lasers irahlen", Zei- 
chen der Anmelderin 98/1035, und in der parallellaufenden, 
gleichzeitig nnit der vorliegenden Anmeldung eingereichten 15 
deutschen Gebrauchsmusteranmeldung "Laserstrahlungs- 
quelle hoher Leistungsdichte und hoher Energie, zur Materi- 
albearbeitung" Zeichen der 98/1036, GM wird eine solche 
Laserstrahlungsquelle fiir die Materialbearbeitung beschrie- 
ben. 20 

Mit einer solchen Laserstrahlungsquelle konnen sehr 
feine Muster in Materialoberflachen hergestellt werden, 
Beispielsweise kann man hiermit Offsetdruckplatten bebil- 
dem. Offsetplatten bestehen beispielsweise aus Aluminium 
mit einer aufgerauhten Oberflache, die im Druck wasserfuh- 25 
rend ist. Im unbebilderten Zustand ist die Offsetplatte mit ei- 
ner farbfuhrenden Deckschicht iiberzogen, die im Laufe der 
Bebilderung an den Stellen entfemt wird, an denen keine 
Farbe-auf den Bedruckstoff. iibertragen -werden soil. Eine 
Moglichkeit der Bebilderung ist die Entfemung der Deck- 30 
schicht durch Weg brennen mittels Laserstrahlen. Zu diesem 
Zweck wird die Offsetplatte auf eine Trommel aufgespannt, 
die in Rotation versetzt wird und an der eine moduHerbare 
Laserstrahlungsquelle mittels eines Schlittens vorbeigefuhrt 
wird. Bei der Bebilderung kommt es zu einem spurenweisen 35 
Materialabtrag, wobei sich die abgetragenen Partikel sich 
auf dem bereits bebilderten aber auch auf dem noch unbebil- 
derten Teil der Offsetplatte absetzen und bei der weiteren 
Bearbeitung wie auch bei der spateren Verwendung im 
DruckprozeB sehr storen, weil sie das Druckbild verfal- 40 
schen, Weiterhin entstehen beim Bearbeitungsvorgang an 
der Bearbeitungsstelle aufgewirbelte Wolken aus Gasen 
und/oder Materialpartikeln, die einen Teil der fur die Bebil- 
derung vorgesehenen Laserenergie absorbieren und so die 
Qualitat der Bebilderung negativ beeinflussen. Desweiteren 45 
setzen sich solche aufgewirbelten Partikel auf den optischen 
Flachen der Objektivlinse oder auf den Rachen von Um- 
lenkspiegeln der Laserstrahlungsquelle ab und verschmut- 
- zen sie, was zu einer Zers toning der Optik fuhrt. 

Ziel der Erfindung ist es, eine Laserstrahlungsquelle, die 50 
eine oder mehrere Bearbeitungsspuren auf der Bearbei- 
tungsflache erzeugen kann, in der Nahe des Bearbeitungs- 
flecks mit einer Einrichtung zu versehen, mit deren Hilfe die 
beim Bearbeitungsvorgang auf der Bearbeitungsflache ent- 
stehenden Materialpardkel und Gase ziigig aus dem Bereich 55 
der Laserstrahlung und von der Bearbeitungsflache entfemt 
und unschadlich gemacht werden. 

Dies wird gemaB der Erfindung durch ein besonderes 
Mundstuck gelost, das an der Laserstrahlungsquelle einfach 
angebracht wird und Mittel zum Absaugen der Materialpar- 60 
tikel und Gase enthalt. Wichtige Merkmale der Erfindung 
sind im Patentanspruch 1 angegeben. Vorteilhafte Weiterbil- 
dungen der Erfindung gehen aus den Unteransprtichen 2 bis 
22 hervor. 

Die Anwendung des Mundstiicks gemaB der Erfindung ist 65 
nicht auf ihren Einsatz bei der Bebilderung von Offsetplat- 
ten in der Drucktechnik begrenzt. Ein solches Mundstuck 
laBt sich uberall don einsetzen, wo bei einem Vorgang Ma- 
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terial in fester, flussiger oder gasfdrmiger Form freigesetzt 
wird und ziigig entfemt werden soil, beispielsweise fiir die 
Gravur von Tiefdruckzylindem oder die Bearbeitung von 
Maskenschichten fur den Tief- und Flexodruck. Die Erfin- 
dung wird im folgenden anhand der Fig. 1 und 2 naher er- 
lautert. Es zeigen: 

Fig. 1 eine zu einer Laserstrahlungsquelle gehbrende La- 
serkanone mit einer Anordnung zum Entfernen des beim 
Bearbeitungsvorgang freigesetzten Materials und 

Fig. 2 ein Ausfuhrungsbeispiel fiir eine Anordnung zum 
Entfernen des beim Bearbeitungsvorgang freigesetzten Ma- 
terials. 

Die in Fig. 1 dargestellte Laserkanone 23 dient dazu, die 
Laserstrahlung auf eine Bearbeitungsflache 81 zu fokussie- 
ren. Bei der Bearbeitung entstehen die oben beschriebenen 
storenden Materialpartikel und Gase. Zur ihrer Entfemung 
ist zwischen der Bearbeitungsflache 81 und dem Strahlungs- 
austritt aus der Laserkanone 23 eine Anordnung 82 vorgese- 
hen, "die in Fig. 2 vergroBert dargestellt ist. Eine solche La- 
serkanone ist, wie eingangs bereits erwahnt, in der parallel- 
laufenden, gleichzeitig mit der vorliegenden Anmeldung 
eingereichten deutschen Patentanmeldung "Verfahren und 
Anordnung zur Materialbearbeitung mittels Laserstrahlen", 
Zeichen der Anmelderin 98/1035, und in der parallellaufen- 
den, gleichzeitig mit der vorliegenden Anmeldung einge- 
reichten deutschen Gebrauchsmusteranmeldung "Laser- 
strahlungsquelle hoher Leistungsdichte und hoher Energie, 
zur Materialbearbeitung", Zeichen der Anmelderin 98/1036 
GM, im einzelnen beschrieben, so daB hier auf eine ausfiihr- 
liche Beschreibung einer solchen Laserkanone verzichtet 
werden kann. 

In Fig. 2 ist das Mundstiick 82 gemaB der Erfindung in 
Verbindung mit dem Strahlungsaustritt der Laserstrahlungs- 
quelle gezeigt. Fig. 2 zeigt vergroBert das Mundstuck 82, 
dessen vorwiegende Aufgabe es ist, Verschmutzungen der 
Objektivlinse 112 zu vermeiden oder jedenf alls hinauszuzd- 
gem und durch eine gerichtete Stromung dafiir zu sorgen, 
daB sich im optischen Strahlengang zwischen Objektivlinse 
112 und Bearbeitungsflache 81 moglichst keine Wolken aus 
Gasen und/oder abgetragenem Material bilden, die einen 
Teil der Laserenergie absorbieren, sich auf der Bearbei- 
tungsflache absetzen und so das Arbeitsergebnis negativ be- 
einflussen. Das Mundstiick 82 ist vorzugsweise mit einfach 
losbaren Verbindungen 204 an der Laserkanone befestigt, so 
daB es einfach entfemt und gereinigt werden kann und auch 
eine einfache Reinigung sowie einen einfachen Austausch 
der in Fig. 2 nicht dargestellten Objektivlinse ermoglicht. In 
einem vorzugsweise zylindrischen Grundkorper 205 befin- 
den sich eine zylindrische Bohrung 206 zur Anpassung an 
die Objektivlinse und eine voaugsweise konische Bohrung 
207 als DurchlaB Pur die Strahlenbiindel sowie eine weitere 
vorzugsweise zylindrische Bohrung, die den Bearbeitungs- 
raum 211 darstellt. Der Abstand des Grundkorpers 205 zur 
Bearbeitungsflache 81 soli nicht zu groB sein. In einem Be- 
arbeitungsfleck 24 liegen nicht dargestellten Bearbeitungs- 
punkte zur Erzeugung der einzelnen Bearbeitungsspuren auf 
dem zu bearbeitenden Material. In dem Grundkorper befin- 
det sich vorzugsweise eine breite umlaufende Absaugnut 
212, die iiber mehrere Absaugkanale 213, die einen groBen 
Querschnitt haben sollen, mit dem Bearbeitungsraum 211 
verbunden ist. Vorzugsweise sind 3 bis 6 Absaugkanale 213 
vorhanden. In dem Grundkorper befindet sich eine weitere 
vorzugsweise umlaufende Zuluftnut 214, die iiber Diisen- 
bohrungen 215 mit dem Bearbeitungsraum 211 und iiber 
kleinere Bypassbohrungen 216 mit der konischen Bohrung 
207 verbunden ist. Vorzugsweise sind 3 bis 6 Diisenbohrun- 
gen 215 und 3 bis 20 Bypassbohrungen 216 auf dem Um- 
fang der Zuluftnut 214 verteilt. Alle Bohrungen konnen ge- 
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gen einander und gegeniiber den Absaugkanalen 213 auf 
dem Umfang versetzt sein. Es konnen auch weitere Bypass- 
bohrungen angebracht und auf die Objektivlinse gerichtet 
sein, was aber nicht dargesteLlt ist. Der Grundkorper ist um- 
geben von einem gasdicht aufgebrachten Ring 217, der im 5 
Bereich der Nut 212 mehrere Absaugstutzen 221 enthalt, an 
die Absaugschlauche angeschlossen sind, die iiber ein Ab- 
■saugfllter zu einer Vakuumpumpe gefuhrt werden, Absaug- 
schlauche, Absaugfilter und Vakuunnpumpe sind in Fig, 2 
nicht gezeigt. Im Bereich der Nut 214 enthalt der Ring min- 10 
destens einen Zuluftstutzen 222, iiber den mittels eines Zu- 
luftschlauches gefilterte Druckluft zugefiihrt wird. Mittels 
eines Ventils kann die Zuluftmenge so eingestellt werden, 
daB sic gerade ausreicht, um den Bearbeitungsrauui ausrei- 
chend zu spiilen und daB sie iiber die Bypassbohrungen ei- 15 
nen geringen Luftstrom entlang der konischen Bohrung er- 
zeugt, der ein Eindringen von Partikeln in die konische Boh- 
rung weitgehend verhindert. Zuluftschlauch, Ventil und Fil- 
ter sind in Fig, 2 nicht dargestellt. Die Diisenbohrungen 215 
sind so auf den Bearbeitungsfleck 24 gerichtet, daB die bei 20 
der Bearbeitung entstehenden Wolken aus Gas, festem und 
geschmolzenem Material zUgig aus dem Strahlengang her- 
aus geblasen werden, damit diese so wenig wie moglich La- 
serenergie absorbieren und das Bearbeitungsergebnis nicht 
negativ beeinflussen konnen. Mit der Zuluft konnen auch 25 
oxydationsfordernde oder oxydations-henmiende oder an- 
dere Gase eingeblasen werden, die sie sich positiv auf den 
Bearbeitungsvorgang auswirken. Durch den Spalt zwischen 
der Bearbeitungsflache und dem Grundkorper 205 fliefit 
auch eine geringe Luftmenge aus der Umgebung mit durch 30 
den Bearbeitungsraum zu den Absaugkanalen, was aber 
nicht dargestellt ist. Das Filter in der Absaugleitung ist in 
der Nahe des Mundstiickes gut zugangHch angebracht und 
sorgt fiir eine Reinhaltung der Vakuumpumpe. Es ist auch 
moglich, das Filter direkt in der Absaugnut 212 anzubrin- 35 
gen. Es ist hilfreich, wenn zusatzlich ein Schutzgas iiber die 
- Objektivlinse gefiihrt wird Sollte das Mundstiick 82 durch 
die von der Bearbeitungsflache reflektierte Laserstrahlung 
zu heiB werden und reicht die durchstromende Luft zur Kiih- 
lung nicht aus, dann kann das Mundstiick mil zusatzlichen 40 
Bohrungen versehen werden, durch die ein Kiihlmittel ge- 
pumpt wird, was aber nicht in den Figuren gezeigt ist. Es 
kann sich auch innerhalb der zylindrischen Bohrung 205 
eine einfach zu wechselnde, beiderseits hoch veigiitete 
Glasplatte 218 befinden, die Schmutzpartikel von der Ob- 45 
jektivlinse femhalt und ihrerseits bei Bedarf oder vorbeu- 
gend einfach ausgetauscht werden kann. Die Form des 
Mundstucks kann auch von der beschriebenen und darge- 
stellten Form abweichen. Beispielsweise miissen die Boh- 
rungen nicht wie beschrieben zylindrisch oder konisch aus- 50 
gefiihrt sein, sie konnen in der Form variiert werden. Ebenso 
konnen beispielsweise die Diisenbohrungen und Absaugka- 
nale beliebige Formen annehmen und auch unsymmetrisch 
angecrdnet v/erden. Beispielsweise konnen in Fig. 2 die Dii- 
senbohrungen mehr im oberen Teil der Figur angeordnet 55 
werden, wahrend die Absaugkanale mehr im unteren Teil 
der Figur liegen. Man kann beispielsweise auch auf die Dii- 
senbohrungen und/oder die Bypassbohrungen verzichten. 
Auch kann die Form des Mundstiickes abgewandelt werden, 
insbesondere wenn die Form der Bearbeitungsflache und die 60 
Art. der Relativbewegung zwischen Bearbeitungsflache und 
Lasers u:ahlungsquelle dies verlangen. Beispielsweise kann 
statt der zylindrischen Form auch eine andere, z. B. rechtek- 
kige oder vieleckige Form verwendet werden, 

65 
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eine Lasersu^hlungsquelle bei der Materialbearbeilung 
von einer Bearbeitungsflache abgetragenen wird mit- 
tels eines Hohlkorpers, der zwischen dem Ausgang der 
LasersU-ahlungsquelle und der Bearbeitungsflache an- 
geordnet ist und der zwei Stimseiten aufwcist, von dc- 
nen eine der Bearbeitungsflache und die andere der La- 
sersdrahlungsquelle zugewandt ist, dadurch gekenn- 
zciclmet, daB 

in dem Hohlkorper eine durch beide Stimseiten durch- 
U^tende, durchgehende Offnung (207) flir die Laser- 
strahlung vorgesehen ist, wobei die Stimseite, an der 
die Laserstrahlung austritt, nahe an die Bearbeitungs- 
flache (81) herangefiihrt wird und daB 
sich seitlich an der Anordnung, nahe der Stirnseite, an 
der die Laserstrahlung austritt, mindestens eine weitere 
seidich angebrachte Offnung (213) befindet, die auf die 
durchgehende Offnung (207) trifft und die an eine Va- 
kuumpumpe angeschlossen ist. 

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net daB die durchgehende Off'nung (207) zwischen 
Strahlungseinuitt und Strahlungsaustritt konisch ge- 
formt ist und sich zum Strahlungsaustritt hin zunachst 
verengt, dann aber unmittelbar vor dem Strahlungsaus- 
tritt im Bereich der Laserstrahlung in einen aufgeweite- 
ten Bearbeitungsraum (211) iibergeht, an den die seit- 
lich angebrachte Offnung als Absaugkanal (213) ange- 
schlossen ist. 

3. Anordnung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, daB mehrere seidich angebrachte Absaugkanale 
(213) vorgesehen sind, die an eine Vakuumpumpe an- 
geschlossen sind. 

4. Anordnung nach einem der Anspriiche 2 oder 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB im Bearbeitungsraum (211) 
eine Bohrung (215) vorgesehen ist, die an eine Druck- 
luftversorgung angeschlossen ist und deren Achse auf 
den Bearbeitungsfleck (24) gerichtet ist. 

5. Anordnung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Bohrung (215) als Dusenbohrung ausgebil- 
det ist, deren Wirkungsrichtung auf den Bearbeitungs- 
fleck (24) gerichtet ist. 

6. Anordnung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich- 
net, daB mehrere Diisenbohrungen (215) vorgesehen 
sind. 

7. Anordnung nach den Anspriichen 2 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Diisenbohrungen (215) auf der 
Seite der Anordnung angebracht sind, die der Seite mit 
den Absaugkanalen gegeniiber liegt. 

8. Anordnung nach den Anspriichen 2 bis 7, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Diisenbohrungen (215) auf der 
Seite der Anordnung angebracht sind, die der Seite mit 
den Absaugkanalen gegeniiber liegt und gegeniiber den 
Absaugkanalen versetzt sind. 

9. Anordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 8, da- 
durch gekennzeichnet, daS cine weitere Bohrung als 
Bypassbohning (216) vorgesehen ist, die an die Druck- 
luftversorgung angeschlossen ist und die so angeordnet 
ist, daB sich eine Stromung entlang der Offnung 207 in 
Richtung der Bearbeitungsflache (81) ergibt. 

10. Lasersu-ahlungsquelle nach Anspruch 9 dadurch 
gekennzeichnet, daB mehrere Bypassbohrungen (216) 
vorgesehen sind, die an die Druckluftversorgung ange- 
schlossen sind und die so angeordnet sind, daB sich 
eine Stromung entlang der Offnung 207 in Richtung 
der Bearbeitungsflache (81) ergibt. 

11. LasersUrahlungsquelle nach einem der Anspriiche 
9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, daB mindestens 
eine der Bypassbohrungen (216), die an die Druckluft- 
anlage angeschlossen sind, so angeordnet ist, daB eine 
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Stromung von der Bearbeitungsflache (81) hinweg in platte (218) vorgesehen ist. 

Richtung des Strahlungseintritts entsteht, die durch die 

Objektivlinse (112) oder durch die Glasplatte (218) Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen 

umgelenkt wird und sich entlang der Offnung 207 in 
Richtung der Bearbeitungsflache (81) bewegt. 5 

12. Laserstrahlungsquelle nach einem der Anspriiche 
9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dafi die Bypassboh- 
rungen (216) einen geringeren Durchmesser haben, als 
die Dusenbohrungen (215). 

13. Laserstrahlungsquelle nach einem der Anspriiche lO 
9 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daB die Bypassboh- 
rungen (216) in groBerer Anzahl vorhanden sind, als 
die Diisenbohmngen (215). 

14. Laserstrahlungsquelle nach einem der Anspriiche 

5 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daB die Diisenboh- 15 
rungen (215) in groBerer Anzahl vorhanden sind, als 
die Absaugkanaie (213). 

15. Laserstrahlungsquelle nach einem der Anspriiche 
5 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daB die Absaugka- 
naie (213) einen groBeren Querschnitt haben als die 20 
Dusenbohrungen (215). 

16. Laserstrahlungsquelle nach einem der Anspriiche 
2 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daB eine Absaugnut 
(212) mil einer Abdeckung (217) zur Aufnahme der 
Absaugstutzen (221) fUr den AnschluB der Vakuum- 25 
pumpe vorgesehen ist. 

17. Laserstrahlungsquelle nach einem der Anspriiche 
2 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daB zwischen den 
Absaugkanalen (213) und der Vakuumpumpe eine Fil- 
tereinrichtung angeordnet ist, die das bei der Bearbei- 30 
tung freigesetzte Material aufnimmt. 

18. Laserstrahlungsquelle nach Anspruch 17, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Filtereinrichtung in der Ab- 
saugnut angeordnet ist. 

19. Laserstrahlungsquelle nach einem der Anspriiche 35 
2 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daB eine Zulufmut 

(214) mit einer Abdeckung (217) zur Aufnahme der 
Zuluftstutzen (222) fiir den AnschluB der Druckluftver- 
sorgung vorgesehen ist, iiber die die Diisenbohrungen 

(215) und die Bypassbohrungen (216) versorgt werden. 40 

20. Laserstrahlungsquelle nach einem der Anspriiche 
2 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daB der Hohlkorper 
zylinderformiges Mundstiick (82) ausgebildet ist, das 
mittels Vorrichtungen (204) losbar an dem Ende des 
Rohrs (113), aus dem die Laserstrahlung austritt, befe- 45 
stigt ist und daB am Ende des Strahlungseintritts in das . 
Mundstiick eine zylinderformige Aufweitung (206) der 
Offnung (207) vorhanden ist, in die die Fas sung der 
Objektivlinse (112) hineinragt. 

21. Laserstrahlungsquelle nach Anspruch 22, dadurch 50 
gekennzeichnet, daB das zylinderformige Mundstiick 
(82) aus einem zylindrischen Grundkorper (205) be- 
steht, der eine Offnung (207) aufweist, die als konische 
Bohrung ausgefuhrt ist, der weiterhin den Bearbei- 
tungsraum (211), die Absaugkanalen (213), die Ab- 55 
saugnut (212), die Diisenbohrungen (215), die Bypass- 
bohrungen (216), die Zuluftnut (214) und die zylindri- 
sche Bohrung (206) enthalt, wobei auf den Grundkor- 
per ein Ring (217) gasdicht aufgesetzt ist, der einen 
Oder mehrere Absaugstutzen fiir die Anschliisse zu der 60 
Vakuumpumpe und mindestens einen Zuluftstutzen fiir 
den AnschluB zu der Druckluftversorgung enthalt. 

22. Laserstrahlungsquelle nach Anspruch 23, dadurch 
gekennzeichnet, daB in der zylinderformigen Aufwei- 
tung (206) der Offnung (207) eine austauschbare Glas- 65 


ZEICHNUNGEN SEITE 1 


Nummer 
Int. Cl7: 

Offenlegungstag: 


DE 19840 SS^AI 
B 23 K 26/14 

9. Marz 2000 



902 070/639 


ZEICHNUNGEN SEITE 2 


Nummen 
Int. Cl.^: 

Offenlegungstag: 


DE 19840 934,A1 
B23K 26/14 

9. Marz2000 



902 070/639 


